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一种电子产品热设计最佳化方法，其步骤是

先准备一测试环境并在其内部设置温度侦测器，

将待测电子产品设于测试环境内并连接一讯号

产生装置和一计算机，随后使待测电子产品处于

高性能状态而导致升温超过其保护温度，之后调

整或更换待测电子产品的散热或能耗的软件或

硬件，再重新将待测电子产品回复到高性能状

态；藉此，能够测试出待测电子产品在散热管理

的各项性能参数，以进行电子产品热设计最佳

化。
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1.一种电子产品热设计最佳化方法，其特征在于，包括以下步骤：

a)准备一隔热的测试环境，在所述测试环境内设置至少一个温度侦测器，将待测电子

产品设于所述测试环境并同时连接一讯号产生装置和一计算机；其中，所述计算机控制所

述讯号产生装置产生处理讯号传送给所述待测电子产品，并撷取所述至少一个温度侦测器

所侦测到的温度以及所述待测电子产品的写入速度；

b)增加所述写入速度，使所述待测电子产品处于高性能状态，当所述待测电子产品的

温度高于一保护温度时，所述待测电子产品会进入低性能状态；

c)调整或更换所述待测电子产品的散热或能耗的软件或硬件；

d)判断所述至少一个温度侦测器所侦测到的温度是否低于所述保护温度，若判断结果

为是，则增加所述写入速度使所述待测电子产品处于所述高性能状态；以及

e)反复执行步骤b)至步骤d)，最后结束测试。

2.如权利要求1所述的电子产品热设计最佳化方法，其特征在于，

在步骤b)还包含在所述至少一个温度侦测器所侦测到的温度接近一预设温度时停止

增加或开始降低所述写入速度，并使所述待测电子产品维持于所述高性能状态。

3.如权利要求1所述的电子产品热设计最佳化方法，其特征在于，

所述至少一个温度侦测器的数量为多个，并且在步骤b)至步骤d)采用各所述温度侦测

器所侦测到的温度的平均值。

4.如权利要求1所述的电子产品热设计最佳化方法，其特征在于，

在步骤d)判断结果为否时，使所述待测电子产品维持所述低性能状态。

5.如权利要求1所述的电子产品热设计最佳化方法，其特征在于，所述计算机能够撷取

所述待测电子产品的消耗功率。
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电子产品热设计最佳化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电子产品散热特性的测试与最佳化方法，具体而言是一种电子产

品的性能、温度与能耗的快速测试与验证方法，能够直接进行电子产品热设计的最佳化。

背景技术

[0002] 目前嵌入式系统的应用芯片供货商大多是自主开发其核心软件来作芯片的电源

管理，芯片内部如何动态调整其性能与工作电压等核心散热管理功能大多是各家供货商的

商业机密而没有被公开。而在现今电子产品多讲求轻薄短小的趋势下，电子产品内部芯片

之间的距离被缩短，使得散热问题愈发严重，更不用说不同芯片供货商的电源管理设计各

自迥异。因此，如何兼顾系统电子产品良好散热以及系统整体的最佳性能一直是产品开发

商在努力追求的目标。

[0003] 然而，对于目前各式各样不同的嵌入式系统而言，尚缺乏一个完整且有系统的测

试方式来快速地测试出电子产品的性能、消耗功率与产品温度等各项参数彼此之间的关

系，以致产品开发商在作系统整合时，不易根据其特性而对应地且快速地进行组件布局、软

硬件散热保护等效能最佳化设计，造成产品整体开发的旷日费时。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明的主要目的在于提供一种电子产品热设计最佳化方法，能够快

速测试出电子产品的性能、消耗功率与产品温度等各项参数，并能直接进行电子产品的热

设计最佳化。

[0005] 为了达成上述目的，本发明提供了一种电子产品热设计最佳化方法，其步骤包含

有：

a)准备一隔热的测试环境，在测试环境内设置至少一个温度侦测器，将待测电子产品

设于上述的测试环境内，并使待测电子产品连接一讯号产生装置和一计算机，其中，计算机

是控制讯号产生装置产生处理讯号给待测电子产品，以及撷取至少一个温度侦测器所侦测

到的温度以及待测电子产品的写入速度；

b)增加写入速度，使待测电子产品处于高性能状态，当该待测电子产品的温度高于一

保护温度时，该待测电子产品会进入低性能状态；

c)调整或更换该待测电子产品的散热或能耗的软件或硬件；

d)判断该至少一个温度侦测器所侦测到的温度是否低于保护温度，若判断结果为是，

则增加写入速度使待测电子产品处于高性能状态；

e)反复执行步骤b)至步骤d)，最后结束测试。

[0006] 因此，本发明可藉由调整待测电子产品的散热与能耗控制的软硬件，有系统地测

试并验证待测电子产品的性能与散热特性等各项数据，并能够进行电子产品的热设计最佳

化。
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附图说明

[0007]

图1为本发明较佳实施例的侦测温度对时间的关系图，以及写入速度对时间的关系图。

[0008] 图2为本发明较佳实施例的方法流程图。

具体实施方式

[0009]

为了能更了解本发明的特点所在，本发明提供了一较佳实施例并配合附图说明如下，

请参考图1和图2，在本实施例中，电子产品是以一待测芯片作为例子，其也可以为手机或平

板电脑等电子产品，在此将本发明所提供的电子产品热设计最佳化方法的主要步骤说明如

下。

[0010] 请首先参考图2，在步骤S1中，准备隔热的测试环境，并在测试环境内部的不同位

置各设置一温度侦测器，以侦测测试环境内部不同位置的温度。在本实施例中，测试环境是

一个容室(未图示)，容室的内壁都是以隔热的材料制成，藉以降低容室内部与外部之间的

热传导。

[0011] 准备一测试平台基板，使测试平台基板与位于测试环境外部的一计算机以及一讯

号产生装置电连接。测试平台基板用于供待测芯片置入，并使待测芯片与测试平台基板电

连接，测试平台基板上设置有一电源控制模块、一内存模块以及一输入与输出模块等组件，

以供待测芯片在测试时测试平台基板能够正常运作，由于上述模块的作用与连接方式并非

本案的重点所在，在此不予详述。

[0012] 计算机一方面是用来控制上述的讯号产生装置产生处理讯号传送给待测芯片写

入并做运算处理；另一方面，计算机也用于实时动态撷取待测芯片消耗功率的数据、各温度

侦测器所侦测到的温度数据以及输入到待测芯片的处理讯号的写入速度，并能够将上述所

撷取到的数据整合输出成图表，如图1。

[0013] 请参考图1与图2，在步骤S2中，开启测试平台基板、计算机、讯号产生装置以及各

温度侦测器的电源，在一时间间距I中，计算机控制讯号产生装置产生一处理讯号给待测芯

片处理，并使待测芯片的写入速度增加至330(MB/s)之后维持此写入速度，让待测芯片在高

性能状态下进行运算。由于此时待测芯片是在高性能的状态下作运算，其产品温度将快速

上升，并且电子产品的消耗功率通常也会上升，在各温度侦测器所侦测到待测芯片的温度

的平均值接近待测芯片所预设的一预设温度(如67℃)时，待测芯片会自动降低写入速度并

以大约250(MB/s)的速度维持一时间间距II，但由于待测芯片还是在相对较高的性能状态

下作运算，各温度侦测器所侦测到的待测芯片的平均温度还是会缓慢地上升至接近待测芯

片内定的一保护温度(如73℃)。

[0014] 之后进入步骤S3：当各温度侦测器所侦测的温度高于待测芯片内建的保护温度

时，待测芯片已处于过热的状态，使待测芯片的写入速度大幅下降并维持在大约15(MB/s)，

此时待测芯片处于低性能状态，计算机也将记录待测芯片的保护温度值。

[0015] 随后执行步骤S4，开始调整待测芯片的散热方式，例如更换散热片或是提高风扇

转速，使待测芯片可以有效进行降温。此时，各温度侦测器仍持续侦测待测芯片的温度。
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[0016] 之后进入步骤S5，当计算机判断待测芯片的温度是低于保护温度时，则执行步骤

S6，否则计算机将维持写入速度并且持续侦测待测芯片的温度。

[0017] 在步骤S6中，由于待测芯片已经降温到低于其保护温度，便可以使用计算机控制

讯号产生装置而使待测芯片的写入速度增加到约250(MB/s)并回复到高性能状态，并且使

待测芯片维持在此高性能状态，以确认步骤S4所采取的调整措施是否发挥效果。

[0018] 之后执行步骤S7。若调整后的散热仍无法达成最佳效果时，处于高性能状态的待

测芯片的温度与消耗功率将又逐渐上升，那么步骤S7将会回到步骤S3以继续测试；否则就

结束测试。

[0019] 由于本实施例是以芯片为例，所以才需要设置测试平台基板，如果待测电子产品

本身已经配备有电源控制模块等组件，则可直接使待测电子产品与计算机和讯号产生装置

直接连接。

[0020] 本发明的计算机也可以直接撷取待测电子产品的能耗数据，并将图2中的步骤S4

所采取的调整散热方式改为调整能耗控制软件或硬件，以降低待测电子产品的能耗问题，

同样可以达成热设计最佳化的目的。

[0021] 最后，必须再次说明的是，本发明在前述实施例中所揭露的构成组件仅为举例说

明，并非用来限制本案的范围，凡是其它易于思及的结构变化，或与其它等效组件的替代变

化，也应为本案权利要求书所涵盖。
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图1 图2
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